
第十章镀金 

镀金层外观为金黄色，具有很高的化学稳定性，只溶于王水，不溶于其他酸。金的原子

价为一价和三价。一价金的标准电位妒 O Au T／A。为+1．68V，三价金的标准电位 9。舻。，

为+1．50V。对钢、铜、银及其合金基体而言，金镀层为阴极性镀层，镀层的孔隙影响其防

护性能。 

镀金层延展性好、易抛光、耐高温，具有很好的抗变色性能。在银层上镀金可以防止银

的变色；金合金镀层可呈现多种色调，故常用作装饰性镀层，如镀首饰、钟表零件、艺术品

等。 

金具有较低的接触电阻、导电性能良好、易于焊接、耐腐蚀性强、并具有一定的耐磨性

(指硬金)，因而在精密仪器仪表、印制电路板、集成电路、管壳、电接点等方面有着广泛的

应用。     

镀金已有一百多年历史。目前，国内外常用的镀金液有氰化物镀液和非氰化物(无氰)

镀液两大类。在氰化物镀金液中有高氰和低氰之分；高氰镀金液中又有 pH 值在 9 以上的碱

性氰化物镀液(高温及低温)和 pH 值在 6～9 之间的中性及弱碱性氰化物镀金液。低氰酸性镀

金液(pH 值在 3～6 之间)以柠檬酸盐镀金液居多。无氰镀金液以亚硫酸盐镀金液应用较广。 

各种不同镀金液电流效率不一样，不同电流效率的镀金液沉积速度，列于表 3-10-1。 

表 3—10—1  不同电流效率镀金液的沉积速度 

 

第一节碱性氰化物镀金 

碱性氰化物镀金液中金以 Au(CN)
2-
的形式存在，镀液中含有过量的氰化物。该镀液具有

较强的阴极极化作用，分散能力和覆盖能力良好，镀层细致光亮。在镀液中添加镍、钴等金

属离子，会使镀层耐磨性大为提高。添加少量其他金属化合物(如氰化亚铜或银氰化钾)，镀

层可略带粉红色、浅金黄色或绿色。镀层孔隙多，镀液中氰化物剧毒。此镀液不适于印制电

路板的电镀。 

1．工艺规范(见表 3—10—2) 

表 3—10—2 碱性氰化物镀金的工艺规范 



 

缓慢地加入镀槽中，

加时

盐由于镀液中氰化物的水解和从空气中吸收二氧化碳而逐渐积聚，配槽时可

不加

次，将黄色滤液盛放在蒸

发皿 ll0℃下烘干备用。 

光泽，但含量

过高

层粗糙，镀层暗而深。

含量

的碳酸盐会逐渐积累，含量过高时，镀层粗糙并产生斑点。碳酸盐含量低

时影

略有脆性，还有可能有其他金属杂质共沉积。电流密度过低，则镀层色泽趋淡，

2．镀液配制 

先在镀槽中加入 1／3～2／3 槽体积的蒸馏水。将所需量的金氰化钾溶于计算量的氰化

钾溶液中，再在缓慢搅拌下加入镀槽中。镀液中其他添加剂先溶解后再

不断搅拌，最后加蒸馏水至工作液面，经分析调整后即可电镀。 

配方中碳酸

或少加。 

镍氰化钾的制备。把 25g 硫酸镍溶于 50mL 水中，加入 25g 氰化钾，产生白色沉淀。加

入 100mL 无水乙醇将硫酸钾充分沉淀出来，过滤。用乙醇 2 次～3

中，蒸发至出现黄色结晶。在 100℃～

3．镀液中各成分及工艺规范的影响 

(1)金氰化钾。金氰化钾是氰化镀金镀液中的主盐。金氰化钾含量不足时，镀层结晶较

细致，但阴极效率下降，允许的阴极电流密度上限降低，镀层易烧焦，有时镀层色泽较浅。

提高金氰化钾的含量，允许的电流密度上限上升，电流效率高，有利于镀层的

时，镀液冷却后会有结晶析出，镀层粗糙，色泽易变暗、发红、发花。 

(2)氰化钾。氰化钾是氰化镀金液中的络合剂。游离氰化钾能使镀液稳定，阳极正常溶

解，能提高阴极极化，使镀层细致。含量过低时，阳极溶解不良，镀

过高时，生产过程中镀液金含量增加，镀层色泽浅且易发脆。 

(3)碳酸盐。碳酸盐能增加镀液的导电性。生产过程中由于氰化物的水解或吸收空气中

二氧化碳，镀液中

响不明显。 

(4)磷酸盐。磷酸盐是一种缓冲剂，能稳定镀液，还能改善镀层的光泽。 

(5)阴极电流密度。电流密度主要影响镀层外观。电流密度过高，则镀层松软发暗变粗，

严重时镀层



不光

其两端易发红，严重时发暗、

发黑

应尽量避免带人，使用的材料要严格控

制其杂质的含量。有机杂质可用活性炭吸附去除。 

4．常见故障及纠正方法(

表 3—10—3  常见故障及纠正方法 

亮。 

(6)温度。温度主要影响电流密度范围和镀层外观，对镀液的导电性影响不大。升高温

度能加大允许的阴极电流密度范围。但过高则使镀层粗糙，尤

。温度过低时，阴极电流密度范围缩小，镀层易发脆。 

(7)pH 值。pH 值对外观和硬度都有明显的影响，过高过低外观都不理想，硬度也会下降。 

(8)杂质的影响。在镀液中含少量的钠离子容易使阳极钝化，镀液也易变成褐色。铜、

银、砷、铅等金属离子和有机物都会影响镀层结构、外观、可焊性、镀液的导电性等。大量

的氯离子会降低镀层的结合力。金属杂质难以除去，

见表 3—l0—3) 

 

第二节酸性和中性镀金 

隙率 粘合剂无溶解作用，因此更适合于印制电路板电镀。 

  1．工艺规范(见表 3—

表 3—10—4 酸性和中性镀金工艺规范 

酸性和中性镀金液中金以 Au(CN)2
+
的形式存在。这种镀液的性能与碱性氰化物镀液基本

相同。镀液稳定，毒性小，实际上是一种低氰工艺，镀层光亮平滑、硬度高、耐磨性好、孔

低、可焊性好。镀液对印制电路板的

10—4) 



 

2．工艺维护要点 

(I)严格控制镀液的 pH 值，以获得满意的镀金层色泽。柠檬酸镀金液的 pH 值对镀金层

色泽的影响列于表 3—10—5。 

表 3—10—5 柠檬酸盐镀金液 pH 值对金镀层色泽的影响 

 

(2)提高镀液温度和电流密度可以提高电流效率。但电流密度不宜过高，否则镀层颜色

发红，且结晶粗糙。反之，温度低，电流密度小，镀层颜色浅，甚至为黄铜色。 

(3)阳极材料最好采用不溶性阳极，如铂、钛。若采用不锈钢，使用前必须进行电解或

机械抛光，否则会产生腐蚀、污染镀液。由于阳极为不溶性阳极，故必须定期补充金含量。 

第三节  弧硫酸盐镀金 

亚硫酸盐镀金液中，金以 KAu(S03)2的形式加入，络合剂可用亚硫酸钠或亚硫酸铵。亚

硫酸盐镀液是非氰化物镀液，在生产上已得到广泛的应用。 

亚硫酸盐镀金液无毒、分散能力和覆盖能力良好，电流效率高(近 100％)。镀层细致光

亮，沉积速度快，孔隙少。镀层与镍、铜、银等金属结合力好。镀液中加人硫酸钴、乙二胺

四乙酸二钠或酒石酸锑钾可获得硬金镀层。采用不溶性阳极，需经常补加金含量。 

1．工艺规范(见表 3—10—6) 



表 3—10—6 亚硫酸盐镀金工艺规范 

 

2．镀液配制(以配方 1 为例) 

(1)将计算量的三氯化金用纯水(或蒸馏水)配成含金量为 20％～25％的溶液，然后用 50

％的氢氧化钾溶液中和到 pH 值为 8～10。此时得到浅酱色的溶液，因为中和反应为放热反

应：所以中和时要慢，必要时可适当降温(温度<25℃)，中和过程中，溶液由浅黄色透明-

不透明橙红色—，透明橙红色(pH=7 时透明)-浅酱色。如采用雷酸金，可直接溶解在亚硫酸

铵溶液中。 

(2)将计算量的亚硫酸铵溶解于 50℃～60℃的热蒸馏水中。 

(3)在不断搅拌下将溶液(1)缓慢地加人溶液(2)中，则可得浅黄色透明液，继续加热到

55℃～60℃，溶液逐渐变成无色透明溶液。 

(4)加入计算量的柠檬酸钾，并稀释至所需的体积，镀液的 pH 值为 8．5。 

(5)三氯化金和雷酸金的制备：    

①三氯化金的制备。将纯金(纯度 99．98％)切碎，洗净烘干，在通风良好的条件下，

用王水在水浴加热下将金溶解(1g 纯金需浓硝酸 2．7mL 和浓盐酸 8mL)。溶完后在不断搅拌

下加热浓缩(不得超过 100℃，以免生成不溶于水的一价金化合物)，除去二氧化氮，直到得

到血红色的浓稠物(三氯化金)时，冷却备用。 

②雷酸金的制备。用五倍体积的蒸馏水溶解三氯化金。然后在不断搅拌下缓慢加入氨水

(1g 纯金约需浓氨水 10mL)，生成淡黄色沉淀(雷酸金)。在不断搅拌下蒸发除氨，至无氨味

为止。除氨时要不断加水，以防沉淀干燥，然后过滤。用热水冲洗 3次～4 次，即得雷酸金。



雷酸金制备过程中不得干燥，制得后要尽快使用，以防爆炸。 

3．镀液成分及工艺规范的影响 

(1)氯化金、雷酸金。是镀液的主盐。金含量较高允许电流密度较高，金含量过低允许

电流密度范围窄，镀层色泽也差。 

(2)亚硫酸铵、亚硫酸钠。是一种络合剂。与氨一起和金离子生成亚硫酸金铵(或亚硫酸

金钠)双络合物，从而提高阴极极化、改善镀液的分散能力和覆盖能力。亚硫酸铵又是一种

还原剂，能还原三价金成一价金。含量过高时，阴极会析氢，降低阴极电流效率；含量过低

时，镀层粗糙、无光泽。游离亚硫酸根(SO4
2-
)会被空气中的氧氧化成硫酸根(SO4

2-
)，所以需

经常补充。 

(3)柠檬酸钾、柠檬酸铵。具有络合和缓冲作用，并能改进镀金层与底层金属的结合力。 

(4)pH 值。对溶液的稳定性有很大影响。pH<8 金就有还原的趋势，pH<6．5 时镀液浑浊。

因此经常用氨水调节 pH 值，严格控制 pH 值在 8以上，是保证溶液稳定的重要因素。 

(5)温度。加温可以扩大电流密度范围，提高沉积速度，但加温时要防止局部过热而使

溶液分解而析出黑色的硫化金。 

(6)搅拌。机械或空气搅拌，能防止阳极区 pH 值局部下降而使镀液不稳定。 

4．常见故障和纠正方法(见表 3—10—7) 

表 3—10—7  常见故障和纠正方法 

 

 

第四节不合格镀层的退除 

因为金价格昂贵，所以不合格的金镀层应尽可能的设法补镀，只有在无法修复时，才考

虑退除。 

退除时要求具有良好的通风条件，退除方法见表 3—10—8。 

表 3—l0—8  不合格镀金层的退除方法 



 

第五节金的回收 

 1．废金溶液的化学回收方法如下： 

(1)在良好的通风条件下，把废溶液注入瓷皿中，加热蒸发至黏稠状，用五倍蒸馏水稀

释，在不断搅拌下加入用盐酸酸化过的硫酸亚铁，直至不再析出沉淀为止。金呈黑色的粉状

沉淀在瓷皿底部。将沉淀物先用盐酸，后用硝酸煮一下，然后用蒸馏水清洗数次，烘干(若

能在 700℃～800％焙烧 30min 更好)。 

(2)在良好的通风条件下，用盐酸调废溶液的 pH=1 左右，将溶液加热到 70％～80℃，

在不断搅拌下加入锌粉，至溶液变成半透明黄白色，有大量金粉被沉淀下来为止。在这过程

中，保持 pH=1 左右。此后的处理同方法(1)。 

 2．电解回收 

采用贵金属电解回收机回收金。回收机是利用电解原理，在高频脉冲电流的作用下，将

镀液中金离子在阴极上沉积，并形成一层比较致密的可剥离的金层，回收机可设置在镀金工

艺过程回收清洗槽之后，这样可以从电镀槽带到回收槽内的金离子得到有效的回收，回收的

金可作为金属阳极回用于生产达到了清洁生产的要求，有效地杜绝了金资源的流失。 

杭州三达过滤设备有限公司研制生产的 JHH 系列类金属电解回收机(外形照片见本册附

录)，主要技术参数如下： 

(1)电机、电源电压及相数              220V，单相 

(2)电动机功率                        90W 

(3)阴极总面积                        I 型 120dm
2
  Ⅱ型 240dm

2
 

(4)脉冲电源输出电压                  0～24V 

(5)脉冲电源输出平均电流(电表显示值)  1 型 0～10A，Il 型 0—20A 

(6)脉冲电源功率                  l 型：240W H 型：480W(视选定占空比而定) 

(7)脉冲电源输入电压及相数            220V，单相 

(8)脉冲电源输出峰值电流              l 型 0～30A，Il 型 0—60A 

(9)脉冲电流波形                      方波 

(10)脉冲频率                         5Hz～5000Hz 

(11)磁力泵流量                       1．0m
3
／h 

(12)贮存箱容积                       95L 



(13)设备外形尺寸(长×宽×高)        760mm×630mm×620mm 

 


